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Hintergrund

� Mikro- und Nanotechnologien wichtige Zukunftstechnologien für 
wirtschaftliche Wachstumsbranchen

� Erfordernis der Sicherstellung bedarfs- und 
anforderungsgerechter Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere für 
KMU der Mikro- und Nanotechnologien 

� Unterstützung anforderungsgerechter 
Fachkräfteentwicklung

� Stärkung der Rolle des Bildungspersonals; kontinuierliche 
Weiterentwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen
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Herausforderungen

� Vielfalt an Produkten, Werkstoffen und Technologien in 
einzelnen Unternehmen

� geringe Halbwertszeit des Wissens in den Mikro- und 
Nanotechnologien

� Lerninhalte variieren je KMU sehr stark

� Erstellungs- und Anpassungsbedarf von Bildungskonzepten/-
dienstleistungen sehr hoch. Zunehmend erforderlich ist, 

� extern verfügbares Wissen in die Unternehmen zu transferieren und

� den Transfer von in den Unternehmen selbst generiertem Wissen in
Prozesse der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen gleichermaßen zu ermöglichen.
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Deutschland:

• BWAW Thüringen gGmbH
• Lust Hybrid-Technik
• VIA electronic

• PROREC

Slowakische Republik:

• TU Kosice
• SAFEPRO
• PES

Rumänien:

• IMT Bucharest
• ROM-Quartz S. A.
• SITEX 45 SRL

Portugal:

• ISQ

Netzwerk/Konsortium

Switzerland:

HEIG-VD
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Die Methode “Erkundung”

� Die Erkundung ist ein spezieller Lern- und Arbeitsauftrag an den 
Lernenden, der auf das selbstständige Erfassen, Dokumentieren, 
Bewerten und Präsentieren von Gegenständen, Erscheinungen oder 
Vorgängen der beruflichen oder betrieblichen Realität gerichtet ist.

� Ziel von Erkundungen ist es, 

� fachliche, 

� persönliche und 

� soziale

Kompetenzen des Lerners zu verbessern.
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Die Methode “Erkundung”

� Die Erkundung dient als Grundlage für die Ausarbeitung verschiedener 
Lernsituationen und zum besseren Verständnis beruflicher 

Handlungen.

� Idealerweise richten sich Erkundungen am Geschäftsprozess aus.

� Die wichtigsten Instrumente für die Erkundung der Arbeitsaktivitäten und 
-bereiche sind

� Interviews und 

� Beobachtungen.
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Konzept zur Integration von betrieblichen Erkundungsaufträgen in Maßnahmen der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung

Basisunterlagen: 
* Curricula 
von Maßnahmen 
der Aus- und Weiter-
bildung

* Pläne/Konzepte zur
organisatorischen
Umsetzung 
von Maßnahmen der
Aus- und Weiterbildung

Sichten von
Ansatzpunkten für
Erkundungen in
Unternehmen

Ideenentwicklung
für Themen/Aufgaben-
und Zielstellungen für

Erkundungen

Auswahl einer Idee
Erarbeiten des

Erkundungsauftrages

Abklärung der Durch-
führbarkeit

mit Unternehmen  

ggf. Vornehmen von Kor-
rekturen, Überarbeitung 

des Erkundungs-
auftrages

Übergabe des Erkun-
dungsauftrages an Ler-

nenden und Vorbereitung
der Erkundung

Durchführen der 
Erkundung

durch den Lernenden 
in Unternehmen

Datenauswertung,
-aufbereitung und ggf.

Präsentation durch
den Lernenden

Prüfung der Verwertbarkeit
Ergebnisse der Erkundung

zur  weiteren Nutzung 
in/für Bildungsmaßnahmen

bestehend aus:
* Aufgaben- und 
Zielstellung

* Hintergrund-
informationen,
Empfehlungen zum 
methodischen
Herangehen

* Hilfsmittelangebot

Auswahlkriterien:
* Lerngehalt für 
Lernenden
und Lehrenden

* Umsetzbarkeit
* Aufwand

�- Vergleichsdarstellungen, 
Basis für Äquivalenzabgleich

� - Pool an Erkundungsaufträgen

� - Pool an Ergebnisdarstellungen  

� - Best practice-Sammlung zu Konzeptumsetzungen
anhand konkreter Bildungsmaßnahmen 

	 - Best practice-Sammlung zur Gestaltung/Umsetzung von
Aktivitäten zur Befähigung von Bildungspersonal 
zur Umsetzung des Konzeptes (Schulung, Coaching)
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Initiierende, begleitende Maßnahmen

zur Kompetenzentwicklung 
beim Bildungspersonal
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Umsetzung des Konzepts innerhalb des BWAW

� Individuelle Ausgestaltung der Konzeptum-

setzung („train-the-trainer“)

� Keine Workshops/Workshopreihen sondern 

individuelle Gespräche/Vereinbarungen 


Fokus lag auf der Zusammenarbeit mit Multiplikatoren

� Teilnehmer/Gesprächspartner:

� Ausbilder des BWAW

� Ausbilder von Lust Hybrid-Technik 
 Herr Lindner und 
VIA electronic 
 Herr Höhne
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Umsetzung des Konzepts - BWAW

Projektmitarbeiter Lehrkraft BWAW Auszubildende

Gespräche, 
Informationen, 
Materialien EA

Informationen zu 
AuWB,

Zugänge zur Praxis

Wissenszuwachs über 
„erkundete“ Themen;

Einblicke in betriebliche 
Prozesse

Wissenszuwachs über praktischen Einsatz der Methode
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Zusammenarbeit mit Betrieben

Pilotunternehmen

Nachhaltige Verankerung der Methode „Erkundung“ in Aus- und 
Weiterbildungsprozessen der Betriebe zur kontinuierlichen 
Erschließung von Informationen/Wissen

Zielstellung:

� Erarbeitung von Erkundungsaufträgen
� Teilnahme an Workshops bzw. Erfahrungsaustausch
� Teilnahme an transnationalen Treffen
� Test bereitgestellter Erkundungsaufträge und Bewertung
� Bereitstellung von Informationen
� Nutzung der Austauschplattform
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Übersicht über bisherige Erkundungsauftragsthemen

� „Darstellung des Berufes des Mikrotechnologen“ (de, eng) - BWAW
� „Die Mikrosystemtechnik in der Medizin“ (de, eng) - BWAW
� „Aspekte der Solarenergie/-wirtschaft“ (de, eng) - BWAW
� „Lasertechnologie“ (de) – Lust Hybrid-Technik GmbH
� „Theoretische Grundlagen der Siebdrucktechnologie und erste Muster auf 

LTCC“ (de) – VIA electronic GmbH
� „Vocational training in the field of microtechnology in Romania” (eng) – IMT 

Bucharest
� Methods of surface analysis: Scanning electron microscopy (SEM) coupled 

with EDX microanalysis” (eng)– HEIG-VD
� “Methods of surface analysis: RBS” (eng) – HEIG-VD
� “Methods of surface analysis: PIXE” (eng) – HEIG-VD
� “Methods of surface analysis: atomic force microscopy (AFM)” (eng) –

HEIG-VD
� “Vapour Phase Soldering for microelectronic circuits soldering” (eng, slo) –

TUKE
� “Photoimageable thick-film technology” (eng, slo) – TUKE
� “Milling in the DPS production praxis” (eng, slo) - TUKE
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ComEd-Plattform

www.comed-project.eu
http://forum.comed-project.eu
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ComEd-Plattform
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ComEd-Plattform



25.11.2009

Contact information

Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!

Fragen?


